
Product Overview
AM273x QSPI フラッシュセレクションガイド

アプリケーション目的でフラッシュ部品を選択するときは、いくつかの考慮事項があります。本書では、AM273x デバイス

がブート操作およびアプリケーション実行中に互換性を持つために、特定のフラッシュメモリがサポートすべき基本的な要
件について説明しています。

はじめに

QSPI フラッシュメモリは、ユーザーシステムで 2 つの異なる方法で使用できます。

1. メモリはブートメディアとして使用されます。アプリケーションイメージはフラッシュメモリに保存され、ブートローダーソ
ースとして使用されます。

2. メモリはアプリケーション中にストレージメディアとして使用されます。

フラッシュメモリ IC を選択する場合、デバイスは SoC のすべてのブート要件に準拠する必要があります。メモリがブートメ

ディアとして使用される場合は、アプリケーション中にストレージデバイスとして効率的に動作するために、いくつかのガイ
ドラインに従う必要があります。

図 1 に、セカンダリブートローダー (SBL) イメージと有効なアプリケーションイメージが存在する後のフラッシュメモリの構

成を示します。

図 1. QSPI フラッシュ メモリ マップ

注
ユーザーは、製品固有のデータに「0x0_0000 + SBL サイズ画像」から 0xE_FFFF までのフラッシュ領域を利

用できます。

www.ti.com/ja-jp アプリケーション ブリーフ

JAJA829A – JUNE 2023 – REVISED APRIL 2025
資料に関するフィードバック (ご意見やお問い合わせ) を送信

AM273x QSPI フラッシュセレクションガイド 1

English Document: SPRAD95
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

参考資料

https://www.ti.com/jp
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/JAJA829
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=JAJA829A&partnum=
https://www.ti.com/lit/pdf/SPRAD95


注
冗長イメージが存在する場合の最大 SBL サイズは 256KB であり、冗長イメージが存在しない場合は 952KB 
です。

図 2 は、フラッシュ内に有効なイメージがすでに存在していることを前提として、フラッシュの使用状況を踏まえたブートフ

ローのプロセスを示しています。

図 2. 一般的なブートフロー

ROM のブート要件

図 2 に示すように、ブートフローのプロセスは AM273x が採用しているシーケンスで、電源投入時に開始します。ROM 
コードはあらかじめ特定の動作をするように設定されており、フラッシュからの特定の命令を想定しているほか、通信を確
立するための特定のタイミングやフレーミング構成も想定しています。AM273x デバイスについては、ROM コードで以下

のサポートが必要です。

• フラッシュデバイスは、その付近に 3.3V (標準値 2.3V ～ 3.6V) で動作する必要があります

• フラッシュは、クワッド出力の高速読み出し (オペコード 0x6B) をサポートできる必要があります

• フラッシュは、シングルモード (オペコード 0x0B) での高速読み出しをサポートできる必要があります

• 前述の読み取り動作中に初期アドレスを設定するために、デバイスは 8 ダミークロックサイクルを許容する必要があり

ます
• フラッシュはデフォルトで 3 バイト (24 ビット) アドレッシングモードをサポートする必要があります

• フラッシュメモリのサイズは、最小値でも 4MB を推奨します

• フラッシュは、デフォルトではクワッドモードでブートしてはいけません

• ROM がブート時に構成パラメータを読み取ることができるように、フラッシュデバイスは SFDP をサポートしている必要

があります

これらすべての情報は、評価対象のフラッシュデバイスのデータシートで参照できます。AM273x の互換性要件を満たす

ために、フラッシュデバイスは上記のすべての点をサポートする必要があります。

アプリケーション要件

設定が不適切でサポートが不足していても、システムのブート障害が発生しないため、アプリケーション固有の要件では 
ROM コードの実行要件が緩和される傾向があります。汎用フラッシュアプリケーションでは、次の要件を満たす必要があ

ります。

• フラッシュデバイスは、その付近に 3.3V (標準値 2.3V ～ 3.6V) で動作する必要があります。

• フラッシュメモリが 16MB (128MB) を超える場合、デバイスウォームリセットが ROM コードの実行に影響を与えないよ

うに、リセット信号をサポートするフラッシュデバイスパッケージが必要です。

注
使用できるフラッシュメモリにはハード制限がありませんが、AM273x は最大 4 バイトのアドレッシング通信モ

ードのみをサポートしています。その結果、32 ビットを超えるアドレスにアクセスすることはできません。

注
SFI モードでは、AM273x の外部フラッシュのサポートは 8MB に制限されます。SFI 動作の詳細について

は、「AM273x テクニカルリファレンスマニュアル」の「クワッドシリアルペリフェラルインターフェイス」セクションを

参照してください。
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その他の使用要因

次のリストに、アプリケーションに使用するフラッシュ部品を決定するときの考慮事項をいくつか示します。

• 必要なフラッシュは何ですか？一部のアプリケーションでは、ブートまたはストレージにメモリが使用されているかどうか
によって、他のアプリケーションよりも多くのフラッシュストレージが必要です。

• メモリ全体が使用されていますか？大容量のストレージスペースが不要な場合は、より小型で低コストのフラッシュデバ
イスを使用できます。

• アプリケーションはフラッシュに大きく依存していますか？通常、アプリケーションには 8MB から 16MB で十分です

が、これは外部ストレージの使用量によって異なります。
• フラッシュ部品はリセット信号をサポートしていますか？アプリケーションのいずれかの時点で 4 バイト アドレッシング

モードを使用する必要がある場合は、リセット時の起動問題を防ぐためにリセット信号が必要です。

MCU PLUS SDK におけるフラッシュ対応

MCU PLUS SDK には、ライブラリ内の特定のフラッシュメモリ用のデフォルトのフラッシュソフトウェアサポートが付属して

います。評価済みのフラッシュが要件を満たしているにもかかわらず、SDK に互換性のあるソフトウェアドライバがない場

合は、フラッシュメモリのサポートを追加する方法について次のリンクを使用してください。

• カスタムフラッシュデバイスへのサポートの追加

互換性のあるフラッシュデバイス

以下の一覧は、データシートに記載された情報に基づき、、Sitara MCU AM273x デバイスと正しく動作するための要件

を満たすデバイスを示したものです。このリストは参照用にのみ使用してください。

• W25Q シリーズ

– メーカー：Winbond
• GD25 シリーズ

– メーカー：GigaDevice

注
SoC と外部フラッシュの間の物理接続の詳細については、「AM273x テクニカルリファレンスマニュアル」の

「QSPI 環境」セクションを参照してください。

用語

MCU – マイコンユニット

QSPI – クワッド シリアル ペリフェラル インターフェイス

SoC – システムオンチップ

UART – ユニバーサル非同期レシーバ - トランスミッタ

SBL -セカンダリブートローダ

ROM – 読み取り専用メモリ

SFI – シリアルフラッシュインターフェイス

SDK – ソフトウェア開発パッケージ

参考資料
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• MCU-PLUS-SDK-AM273X ツールページ

• AM273x 用 MCU+ Academy 入門ページ
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重要なお知らせと免責事項
テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーショ

ンや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性

および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否しま
す。

これらのリソースは、 テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーショ

ンに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種

規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用す

るアプリケーションの開発の目的でのみ、 テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製す

ることや掲載することは禁止されています。 テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様

は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、 テキサス・インスツルメンツおよびその代理

人を完全に補償するものとし、 テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、 テキサス・インスツルメンツの販売条件、または ti.com やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料など

のいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。 テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される 

テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、 テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。IMPORTANT 
NOTICE
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